


INVESTMENTS (ASIA) 、 Fullgoal Fund 、 Green Court

Capital、Lingren Investment、LONGRISING PROSPEROUS

CHINA FUND、MassAve Global、Pinpoint 、TEN FUND、Triata

Capital、北京程越康越投资、北京龙鼎投资、北京禹田资

本、财通证券、承珞(上海)投资、敦和资产、三鑫资产、亘

曦资产、古木投资、国海证券、国华兴益保险资产、国泰君

安证、杭州凯昇投资、灏浚投资、和沣资本、华安基金、华

宝基金、华夏未来资本、汇丰晋信基金、江西彼得明奇资产、

交银康联资产、交银施罗德基金、平安资产管理、厦门原点

投资、山西证券、陕西星河璨云资产、上海砥俊资产、上海

顶天投资、上海峰境私募基金、上海恒穗资产、上海嘉世私

募基金、上海健顺投资、上海久期投资、上海聆泽投资、上

海留仁资产、上海拓璞投资、上海潼骁投资、上海中域投资、

上银基金、申万宏源证券、深圳嘉石大岩资本、深圳前海承

势资本管理、深圳前海道谊投资、深圳前海固禾资产、深圳

市平石资产、深圳市平石资产、深圳市千榕资产、深圳市勤

道资本、深圳市尚诚资产管理
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上市公司接待人员

姓名

吴国屹 华润微电子董事、财务总监兼董秘

沈筛英 华润微电子投资者关系高级经理

投资者关系活动

主要内容介绍

问题一：请问公司 2023 年资本性支出是怎样的？主要是哪

些项目？

答：2023 年资本性开支较 2022 年会有增加，主要是重庆 12

吋、深圳 12 吋、先进功率封测基地以及公司对外投资并购

项目。

问题二：公司目前消费类和工控类的占比情况，2023 年一

季度消费类订单需求是否有好转？

答：公司工控及汽车电子在营收中的占比不断提升，占比近

50%。消费类目前尚未见明显好转，预计 2023 年二季度后景

气度会呈上行调整状态。

问题三： 请问重庆 12 吋产线规划做什么产品，规划产能多

少，目前是否已经通线，通线产品是什么？

答： 公司重庆 12 吋产线规划产品是功率器件包括 MOSFET

和 IGBT，整体产能规划 3-3.5 万片/月，目前包括低压沟槽

SGT MOS，高压超结 SJ MOS 在内四类产品均实现通线，项目

进入产品投产流通与产能建设上量并行阶段。

问题四：公司深圳 12 吋预计什么时间通线？产线产能规划

多少？

答：深圳 12 吋产线预计 2024 年年底实现通线投产，满产后

将形成年产 48 万片 12 吋功率 IC 芯片的生产能力。

问题五：目前公司 6 吋和 8 吋产能内部自用和外部客户代工

是如何分配的？

答：6 吋产线自用和外部客户代工比例基本各 50%，8 吋产

线有 2 条，无锡 8 吋产线约 80%用于外部客户代工，重庆 8

吋产线全部自用。

问题六：可否介绍下目前公司车规级产品的进展？

答：公司在 2022 年 12 月 14 日发布了 43 颗车规级产品，产



品包括 IGBT、SGT MOS、SJ MOS、SiC JBS、SiC MOS、IGBT

模块、SJ MOS 模块以及 SiC MOS 模块，积极推进车规级产

品应用。

问题七： 公司掩模业务也受到大家的关注，可否介绍下公

司掩模业务？公司掩模产品主要针对哪些领域？

答：公司掩模产能目前 2000 片/月，公司掩模业务已服务国

内各主要 FAB 线及众多 IC 设计公司，高端掩模项目已在建

设中，规划产能 1000 片/月，预计在 2024 年一季度可提供

40nm 及以上线宽的掩模代工服务。

问题八：公司有产品与方案、制造与服务两块业务，这两块

业务的占比情况如何，产品与方案即 IDM 业务的产品结构分

布情况可否介绍一下？未来增速如何？

答： IDM 业务主要是指产品与方案板块，在营收中的占比

近 50%，其中 40%左右属于功率半导体，功率半导体包括功

率器件（MOSFET、IGBT、SBD、FRD 等产品）以及功率 IC，

目前 MOS 在营收中占比较高，IGBT 增速较快，未来比重会

增加；第三代半导体的比重也会逐步提升。

问题九：按照公司发展战略和规划，未来会一直按照 IDM+

代工的路线发展吗？

答：公司致力于向综合一体化产品公司转型，产品发展速度

会快于代工。产品方面我们会给予更多资源倾斜，另一方面

收购兼并业务也会重点放在产品上面，未来目标是产品业务

占比达到 65%-70%。

问题十：IGBT 产品目前下游应用结构可否介绍一下？IGBT

模块是否有上量？预计什么时候可以进入汽车主驱？

答：IGBT 产品下游应用结构为工控占比 65%，汽车占比 20%，

消费类占比 15%，IGBT 模块目前已经上量，预计 2023 年 IGBT

产品能够进入汽车主驱。

问题十一： 请介绍下公司宽禁带半导体 SiC 发展情况？下






